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Warmwasserkuhlung von IT-Komponenten fur die Abwarmenutzung in Rechenzentren

COCO (CoreCooling)

nation

Das Projekt COCO (CoreCooling) zielt darauf ab, die
Anwendung einer innovativen Warmwasserkuhlungslosung

Das Zlel des Projekts COCO ist die Untersuchung und Optimierung einer
nocheffizienten Warmwasserkiuhlung fir Rechenzentren. Funktions- und

fir Rechenzentren zu fordern. Dabel wird die Entwicklung einer
|Otbasierten Verbindungstechnologie, die den thermischen
Widerstand an Serverkomponenten wie CPUs und GPUs
reduziert, durch Green ICT unterstutzt. Diese Technologie

_eistungstests der Prototypen werden durchgefuhrt, um die Vorteile der Iotbasierten
KUhlung Im Vergleich zu herkdmmlichen Methoden zu demonstrieren. Die
_anglebigkeit und Stabilitat der Verbindungstechnik wird zudem unter extremen
Bedingungen wie Vibration, Temperaturwechseln und Feuchtigkeit getestet.

ermoglicht hohere Kuhlwassertemperaturen, senkt den
Energiebedarf und verbessert die Abwarmenutzung. Die
LOosung tragt langfristig zur Optimierung der Energieeffizienz
und Lebensdauer von IT-Komponenten bei, was die
Ookologische Bilanz von Rechenzentren verbessert.

Die I6tbasierte Kuhltechnologie von XCCES bietet
eine hocheffiziente Warmeableitung fur Server-

komponenten.  Hauptanwendungsfelder  sind
Rechenzentren und High-Performance-
Computing, wo verbesserte Kuhlung, Energie-

effizienz und langere Lebensdauer von |IT-
Systemen entscheidend sind.

Die Innovation des Projekts liegt in der I6tbasierten Kihltechnologie,
die durch ihren geringen thermischen Widerstand eine effizientere
Kihlung von Rechenzentren ermoglicht. Diese Technologie bietet
vielversprechende Zukunftsperspektiven, indem sie nicht nur den
Energieverbrauch reduziert, sondern auch die Nutzung der Abwarme
verbessert

| jebnisse |

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass die |Otbasierte
Verbindungstechnologie den thermischen Widerstand an
Serverkomponenten wie CPUs und GPUs deutlich senkt.
Dadurch konnte die Kuhlwassertemperatur um bis zu 6,5°C
gesteigert werden, ohne die IT-Leistung zu beeintrachtigen, was
den Energieverbrauch Im Kduhlkreislauf reduziert. Erste
Prototypen belegen die hohere Effizienz und Lebensdauer der
Lotverbindungen Im Vergleich zu Warmeleitpaste. Dies
verbessert nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch die
Lebensdauer der IT-Komponenten, was langfristig zu
niedrigeren Betriebskosten fuhrt. Weitere Tests zur Marktreife
sind geplant.
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